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報告單位p科技部 工程司�
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議題二p前瞻製　科技與創新應用發展策略�
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一w背景分析(國外w國≧環境分析)�

二w現況檢視�
(一) 前期相關政策與計畫推動檢討�
(二) 」大發展課題研析�
(~) 台灣競爭力優勢分析�

~w主軸策略與措施�
(一) 中長程願景目標(*)/&*)2w**)&**,年)�
(二) 主軸策略與具體行動措施(*)/&*)2年)�
(~) 績／指標�
(µ) 預期／益 

µw討論議題�

簡 報 大 綱�
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一w背景分析�
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(一) 國外背景分析 
全球先進製　的潮流是n由大規模生產到大規模訂製服務�
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(一) 國外背景分析 
各國製　業計畫與策略比較�

德國� 美國� 法國� 日本� 南韓� 中國大陸�

計畫年度� +)*+年� +)**年及
+)*-年� +)*,年� +)*,年� +)*-年� +)*-年�

相關計畫(
策略�

+)+)高科技
戰略工業-.)�

先進製　技
術8BE +.)� 新工業法國� 產業振興計畫� 製　業創新

,.)�
中國製　+)+.

規劃�

目標�
解決社會課題w
開發並建構智
慧工廠�

經濟前瞻導
向&加速創新w
保證人才培
育管道w，
善商業環境�

自動化w機器
人化w未來工
廠新生產模式�

解決社會課題w
制定產業競爭
力強化法�

發展戰略性的
關鍵材料n與
軟體整合零件
等技術�

成為製　業強
國�

企業、結� 扶植中小企業� 與大企業聯
手� 結合中小企業�

扶植本國製　
業形成跨國企

業�

i6�F{>RW'4�

全球製　業版圖」新洗牌p中國大陸的製　w人力成本上升n以及μ：
各國的再工業化w東南亞等新興國家崛起n，變製　業版圖；人才的流
動更快速n形成各國的高端科技人才競逐／應x�
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註p上述統計為+)*+年資料n以名目國民生產總額與名目國民生產毛額計算�
�
資料來源p行政院主計總處；經濟部統計處；工研院I<@(+)*-(2)�

非』屬礦物製品�
製　業�
(+%/1*4 +.%)�

電力設備製　業�
(-%2,,4 +-%)�

塑膠製品製　業�
(,%.+*4 +*%)�

石油及煤製品�
製　業�
(*.%-,14 2%)�

』屬製品製　業�
(1%,0)4 +/%)�

產值     �
(億元新台幣)�

附
加
價�
值�
率�
(%)�

電子零組件製　業�
(-*%-,.4 +.%)�

電腦w電子產品及�
±學製品製　業�
(*+%)..4 ,+%)�

基本』屬�
製　業�
(*/%//+4 **%)�

化學材料製　業�
(+*%22+4 **%)�

-)%)))�*)%)))� *.%)))�.%)))�

*)
%�

+)
%�

,)
%�

食品製　業�
(/%,/,4 *.%)�

機械設備製　業�
(1%+1*4 +,%)�

成衣及服飾品
製　業�
(//14 ,/%)�

運◇▼具製　業�
(1%)-24 +,%)�

台灣製　業�
平均附加價值率(+)%)�

(一) 國外背景分析 
�
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傳統行銷模式�

!  藉由參展拿到訂單�
!  大單才接單生產�

大『人力生產�

!  僅為供應商製　角色�
!  產品種類過”�

低利潤之中間財�
!  關鍵上游材料仰賴進口�
!  零組件製　�
!  D<B代工�

中小企業規模太小�

!  資源無法支撐快速變化
與需求�

產業面臨的問題�

!  聚焦五大關鍵產業�

!  建立可（充之:EG技術平台�

!  跨部會支持各階段技術發展l科技部TFA*&-w經濟
部TFA-&0w產業結合業科 TFA0&2)�

!  深耕基礎共通性技術n建構智慧製　工業網系統工

程平台n以智能計算工具及先進材料等元素n•成

製　技術突破�

!  IDT感測器w智慧控制軟體w機器人及雲端大數據

分析等運用；設備開發n再將設備（展至整線n整

線拓展至整廠n以達成智慧工廠�

建構先進製　前瞻創新應用平台�

註3 TFApTeOTYoWoSc FeMPiYess AeveW 技術成熟度�

(二)先進製　產業問題及發展策略�
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二w現況檢視�
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(一) 前期相關政策與計畫推動檢討�
��:��7�$�
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��!���

!  系統3協助中小企業實體製
　數位化n並建立:EG系統�

!  平台3智慧生產平台w整線
生產平台(跨產業鏈)研發�

!  整廠整線設計3取得整線生
產系統w智慧工廠等n具
高值化◇出技術n在先進
製　等領域產生規模／應x�

$� ���

!  人機協同3設計與製　一體
化w遠端控管與排程�

!  服務導向3個人化服務設計w
一指下單生產模式�

!  創新應用3達成產業結構轉
型n提升中小企業數位製
　等創新技術�

=8(�)0���

!  價值性(密度)3精微製　w精
密『測w監控和遠程診斷
服務w中央監控系統�

!  不可模仿性(深度)3智慧控制
器與關鍵元件技術研發�

!  技術延伸性(廣度)3應用IDTw
9iS ;MtM和雲端等技術n
提高產品附加價值�

解決台灣經濟和生活課題�
!  解決老年化和少子化n致工作人力及生產力下降�
!  製　業外流(技術與人才)w附加價率下滑�
!  中小製　廠商實體數位化能力不足n將受衝擊�

������	�
� 

(二) 」大發展課題研析�
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(~) 台灣競爭力優勢分析 
台灣現階段先進製　技術能『評估�

!  藉由單元智慧感測與控制w軟體模擬w雲端資通訊w新材料及系統整合等所需
之關鍵技術n才能滿足智慧製　所需�

台灣現有技術相對強度p�
t 強      s 中      u 弱 �

先進製　所需之技術�
t I:T硬體元件�
s 物聯網�
s 雲端運算�
s 網路安全�
u 巨『資料�

資通訊技術�

智動化系統技術�
s 自動化零組件�
s 應用軟體�
s 智動化系統整合�

t 工具機與專用機�
s 自動化檢測設備�
s 精密控制器�
u 積層製　設備�

精密機械技術�

機器人技術�

s 工業機器人�
s 教導(控制軟體�
u 關鍵零組件�
u 專業服務機器人�

精密感測技術�

 s 精密感測技術(元件�
 s 感測晶片設計(製　�
 u 物理感測元件(模組�
 u 化學感測元件(模組�

先進材料技術�
s 綠色材料�
u 積層製　材料�
u 材料模擬分析�
u高值材料基因組
(BMteriMWs 
>eYoXe)�

軟體模擬技術�
s :8;(:8<(:8B�
s 產品生命。期管理�
     (製　執行系統�
u 知識庫(製程模擬�
u 虛擬實境技術�

積層製　統技術�
s 關鍵組件技術�
u 材料製程與製程模擬軟體�
u 雷射加減法與複合加工技術�
u 製　管理與後處理資料庫�
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*. 智慧機器人(智慧製　技術)�
+. 物聯網(全線偵測監控技術)�
,. 巨『資料(資料）取分析技術)�

工廠智慧化�系統虛實化�設備智動化�

帶動製　
業�

解決產業問題�

,:產業�
因產品”樣且生命。期短n
需頻繁換線之市…需求�

』屬加工產業�
零件加工w組立n與後
處理製程嚴」缺工問題�

工具機產業�
結構穩定性w剛性w精度
不足n不易切≦高階市…�

食品產業�
缺乏嚴謹的供應商及生產
管理技術n　成食安問題�

建立產業先進製　�
（大科技應用模式�

推動」點�

先進製　應用之推動架構�
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~w主軸策略與措施�
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" 生產力-.)產業推動 FoMPXMp�
規劃推動：向與分工�

+)*.� +)*/d+)*2� +)+)d+)+.�

凝聚產業共識� 產業示範（散�

工�
業
局�

產
業�

技
術
處�

科
技
部�

產業成型期�

全面（大產業化模式�累積產業能『�

先進製　技術移轉�

學研合作�

產業�
供需合作�

培養�

產研合作�

研發系統應用技術�

（大科技應用與營運商轉�

生產力-.)產業先期推動計畫�

智慧自動化產業推動計畫�

產學合作�

產研合作�

產業�
供需合作�

旗艦商�
整合帶動�

產學研合作�

教
育
部�

培育生產力-.)跨領域專業人才�

開設生產力-.)相關課程� ‧E9A基礎課程與專題實作課程�
‧跨學群領域整合課程�

‧核心課程模組�
‧新創課程模組�

‧數位製　與設計�
‧高值化先進製程�

‧物聯網智慧製　系統�
‧高智能感測與驅動控制�先進製　技術發展� ‧產業機器人整合技術�

先進製　技術導向計畫�

以生產力-.)推動智慧製　應用計畫�

第一層次商轉模式(建置」點領域產業示範案例)�

第二層次商轉模式(催生旗艦廠商)�

製程優化提升關鍵製　業價值核心技術開發計畫�

智慧製　之巨『資料分析應用�

籌組研發聯盟與推動8+淬鍊計畫�

建立產學研示範應用平台� β&site測試�

人才供給�

研發創新產品所需之製程技術� α&site測試�

學研合作�
先進製　技術導向先期計畫�

研發元件w模組w設備w系統等關鍵性技術與技轉�

整合跨領域產業體系�
帶動生產力-.)產業成型�



P.15 

目標�

+)*.建構產業環境�

+)+)（大產業規模�
+)+.全球產業市…�

打　『台灣成為全球先進製　」要夥伴』�

建立驗證典範平台�
國≧技術（散�

製　技術亞太領先�
• ����& ��� 
• 
�	��� 
• %����
 

• �
�$%" 
• %��� 
• �
!�� 

•  ��CPS��'#�� 
•  ������ 

發展願景�

(一) 中長程願景目標�
先進製　(*)/&*)2年w**)&**,年)�

P.16 

(二) 主軸策略與具體行動措施�
*. 先進製　發展」點�

精密機械技術�機器人技術�

先進材料技術�

精密感測技術�

供應商�

智動化系統技術�

智慧物流�

客
戶

產品智慧化�
需求客製化�
交期快速化�

快速w彈性w大『客製化�

資料來源p工研院I<@整理(+)*-(2)�

資通訊技術�軟體模擬技術�

智慧化設計w製　w感測w搬運w組裝�

生產力-.)主要技術�

積層製　技術�
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研發領域�核心技術� 帶動產業�

個人化數位製　�

±學製品產業�

工具機 (綜合加工)�

,: 電子產業�電子半導體機械設備�

專用�

食品機械設備�

精密機械零件�

通用�

農業與食品產業�

機械傳動設備�

』屬刀切�

汽機車產業�

腳踏車產業�

化工機械設備� 家用清潔與日用化
妝品產業�

需求與／益�

數位製　與設計�

視覺檢測與精密『測�

精微製　w智慧化組裝�

:EG管理系統�

智慧化模擬分析預警�
高質(值化先進製程�

人性 (個人化)�

敏捷化生產�

 (物聯網w9iS ;MtM)�

高質(值 �

』屬製品產業�

精密製品與元件�

敏捷�9iS ;MtM分析系統�

智慧化整線生產系統�

整廠◇出�

智能驅動w控制回饋�

一指下單製　�

8*.深耕基礎共通性技術�

8+.建構智慧設備開發�

8,.智慧平台系統建構�

最佳化w產線最適化模擬
系統�

參與體驗式設計�
”感測式w回饋系統�

設計協同平台 (跨業)�

(半導體等,:進口替代策略)�

服務導向�

新材料w新製程w奈米製　�

+. 建構可（充生產力-.)平台之前瞻技術與創新應用�

P.18 

淬鍊關鍵製　業先進製　技術�

資料來源p工研院機械所w南分院wI<@(+)*-(2)�

針對.項關鍵製　業的相對需求強弱n發展所需技術�

關鍵製　業(�
」要技術�

機器人�
技術�

精密機械�
技術�

精密感測�
技術�

智動化�
系統技術�

軟體模擬
技術�

先進材料�
技術�

資通訊�
技術�

機械設備�
製　業�

�� �� �� �� �� �� ��

高值材料製品�
製　業�

�� �� �� �� �� �� ��

電腦電子產品及�

±學製品製　業�
�� �� �� �� �� �� ��

電子零組件�
製　業�

�� �� �� �� �� �� ��

運◇▼具�
製　業�

�� �� �� �� �� �� ��

國≧關鍵製　業的需求相對強度p�
��強     ��中     ���弱 �
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導≦先進製　•成製　業高值化�

導≦智慧製　的製　業p產品研發時間大幅縮短w良率提升w透
過軟體w系統及服務整合產生高值產品�

資料來源p工研院機械所wI<@(+)*-(2)�

客
戶
規
格�

產品(製程�
設計�

模擬(製　
產品�

軟體模擬�
�

快速w彈性w�
大『客製化�

實體�
製　�

知識(專利庫�
l數位設計(製程m�

精密機械w機器人w精密感測w�
智動化系統技術與先進材料�

資通訊技術�

P.20 P.20 

開創高值材料創新應用環境n•進客製化高值材料從設計w製　到應用之快速開發�
至少是目前的+倍快n成本大幅降低n材料更高品質l2x faster,  2 price, 1/2 costm�

創新材料(先進製程�

材料系統化工程�

需求及產業願景� 應用…域�
產學研示範應用平台�

精準材料操控創新技術�
• ◆質高強度材料�
• 』屬w陶瓷w高分子智慧複材�
• 異質接合界面處理技術�
• 仿生自組裝材料�

綠色材料製程技術�
• 高值積層製　材料�
• 微奈米”層成型�
• 高／觸媒合成技術�

關聯性機能耦合材料�
• 耐久性有機電子( ±電材料�
• 可靠快速響應感測材料�
• 高／率儲能與能源轉換材料�

•  工具機關鍵組件平台�
•  機械人◆『化o仿生應用平
台�

•  積層製　與淨成形製　平台�
•  再生能源整合應用平台�
•  可撓式電子產品創新應用平
台�

•  高值化石化技術驗証專區�

•  高值材料開創應
用端新契機�

•  ◆『節能高／率�
•  材料(模組失／
預知及排除�

•  綠色永續(低耗能
(零排放)�

•  全球分工當地服務�
•  客製化特性設計�

台灣產業強項高值應用�

運算速度躍進o導≦奈米科技o�
雲端巨資與起�

材料基因庫�
&”元組成熱力學性質�
&製　加工動力學�
&材料環境耦合特性�

材料專家診斷系統�
&可靠度(失／模型預測�
&材料巨資智慧化系統�
&客製化材料資料庫�

材料快速驗証平台�
&高通『篩選技術�
&製程臨…監控快速回饋�
&…域可靠度測試驗證�
�

,. 創建高值材料研發環境以對應�
先進製　應用需求�
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-. 建構IoIB(智慧製　網路) 
爭取國際高值產品�

客戶端需求
≦口網站�

:cNer自主製程優化及品質控管�

目標導向適應性生產
排程決策系統�

線上成品�
檢驗與分析�

IDT 實體工廠
lETcsiOMW)�

切削模擬�
及優化�

關鍵模組�
預測保養�

加工路徑�
誤差補償�

線上成品檢驗
lETcsiOMW)�

產能監控�
生產履歷分
析�

單機智能化lETcsiOMW)�
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建置先進製　試『產平台(產業示範加速商品化�

法人研發機構�

業界廠商�

大學�

整合開發測試認證�
l試作平台m�

關鍵技術的開發�
系統原型�
開發驗證� 關鍵製　業導≦�

國產製程優化�
解決：案�

•  整合產學研的創新能『n引導發展國產化解決：案�
•  提供試作平台n合作開發驗證�

資料來源p工研院I<@整理(+)*-(2)�

橋接技術至商品化�產學研合作突破關鍵技術�
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.. 強化半導體w±電w電子等製　業�
導≦新精微製　�

EI3 茂迪w新日±w
台積太陽能…等�

#  半導體微影系
統平台技術�

#  電漿鍍膜(蝕刻
系統平台技術�

#  晶圓級封裝系
統平台技術�

#  晶圓磨削系統
平台技術�

設備<:D�
主要應用設備� 合作廠商� 終端客戶�

崇文w聚昌w力鼎�
國際領先3AMXw8B8Tw�

wDbRorPwGTG�

關鍵平台技術�

I:E FI<�
E<:I;�

AE:I;�
8E:I;�

:Tip NoYP�

<:;�

:BE�

Gtepper�

EF TrMOV�
晶圓3 台積電w聯電w
世界先進…等�
I:封測3 日月±w矽
品w菱生w力成…等�

面板3 友達w群創w
華映…等�
觸控3 宸鴻w介面w
洋華w勝華…等�

E:93 欣興w景碩w
南亞w嘉聯益…等�

A<;3 晶電w隆達w
億±w康舒w艾迪森w 
新世紀w 台達電…等�

旭東w志聖w億力鑫w
川寶�
國際領先3 8GBAw
CiVoYwT<A �

均華w志聖w弘塑w億
力鑫�
國際領先3<I>wAMX�

均華w友嘉w準力w中
砂�
國際領先3;isOow
DVMXoto�

WMRer NoYP�

BD:I;�

EWMtiYS�

EI;�

>riYPer�

;iOiYS�

e 聚焦開發創新關鍵製程設備模組與建立系統整合平台n•成國≧±電半導體產業設
備技術升級與提高附加價值n並佈局穿戴式電子封裝設備�

#  微組裝系統平
台技術�

r&:Tips MreM 
NoYP�
:Tips tester�

元利盛w均豪w旭東w
孟晉w鈞澤�
國際領先3   AubIue�

通訊3 、展w鏵裕w
鴻海…等�
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#  半導體微影系
統平台技術�

#  電漿鍍膜(蝕刻
系統平台技術�

#  晶圓級封裝系
統平台技術�

#  晶圓磨削系統
平台技術�

台灣宜投≦項目�關鍵平台技術�

e 聚焦開發次世代創新關鍵製程設備模組n並建立系統整合平台n•成國≧±電半導體產業設備技
術升級與提高附加價值�

基板
尺寸�

線寬�

*)Y
X�

*))Y
X�

*rX�

*)r
X�

+))XX� -))XX� /))X
X�

1))XX�

I:前段�

,;I:�

B<BG
(AI>8�

A<;�
*))r
X�

9uXpiYS�

TFT&A:;�

I:▼板�

E:9�軟性E:9�

觸控GeYsor�

•  ,; I:次微米曝±�
•  ±阻噴塗關鍵模組�

•  ,; I:晶圓貼合與高深寬
比銅填孔�

基板尺寸�

厚度�

*rX�

*)rX�

.)rX�

+)) XX� ,)) XX� -.) XX�

�
�
,;I:�

*))rX�

GDI aMRer�

B<BG(AI>8�

觸控:over  AeYs�

貼合
精度�

g*rX�

*)rX�

.rX�

Gi:� A:;玻璃�

A<;�
I:�

•  *1吋晶圓薄化與切割設備
模組�

(深寬比≥*)) �

•  E<8A;+E<:I;複合鍍膜設
備 (有機±電元件w,; I:鍍
膜)�

•  ,; I: TGI蝕刻系統�

.. 強化半導體w±電w電子等製　業�
導≦新精微製　�
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e 開發創新奈米等級精微製　技術與關鍵模組技術n突破高精密定位w蝕刻w封裝以
及大尺寸晶圓薄化與切割技術關鍵瓶頸n建立自主高階±電半導體設備技術 x�

產業技術現況�

• 蝕刻3 蝕刻率變異『5 0 % n
深寬比6*. �

• 鍍膜3 膜厚均勻性5 f. %�
• 吸附與加熱3 靜電吸附力6,) 
Torr及去靜電時間5 + seO溫度w
不均勻性5 f+℃ n升溫速率
/) ℃(XiY�

• :+W接合3接合精度h,iX�
• 深寬比5,的銅填孔�
• 定位精度gf+) iX�
• 接合溫度h+,) ℃�

• 背磨薄化厚度h*))iX�
• 研磨平坦度h.iX�
• 切割／率h+..Xs(XX�

創新作法� 技術目標�

• 蝕刻3 蝕刻速率變異『5, % n深
寬比6+)�

• 鍍膜3膜厚均勻性5f+ %�
• 靜電吸附力6.) Torr及去靜電時
間5 * seOw溫度不均勻性5 
f)..℃ n升溫速率0. ℃(XiY�

*.建立電漿±譜w離子通『及離子能『即
時回授控制系統�
+.結合電漿鞘層理論導≦FI<設備�
,.射頻與;:直流電極耦合設計技術�
-.補償加熱器排列設計與”區段：式溫度
即時迴饋控制�

*.薄晶圓夾持對位及均壓接合技術�
+.主動式振動抑制控制技術�
,.大面積均溫控制�
-.開發垂直式陰極旋轉攪拌系統w高密
度探針電導通裝置�

• W+W接合3接合精度g*iX�
• 高深寬比*)的銅填孔�
• 大尺寸(6,*,XX)低溫(5*.)℃)
接合�

• 定位精度gf*)iX�

*.建立”孔質氣靜壓軸承技術n發展高精
度大功率主軸與旋轉工作台�
+.發展複合加工技術n包含振動輔助基板
加工製程與電漿拋±技術�

• 晶圓尺寸h*+k�
• 背磨薄化厚度g.)iX�
• 研磨平坦度h+iX�
• 切割／率g*.+Xs(XX�

具體行動措施 

• 曝±機對位精度f.rX(
,))XX�

• ±阻處理3±阻旋塗g 
0%)))rpX (7*.)XX% f,%)�

• 對位精度p5).*rX 7 *)))XX(
seO�

• ±阻處理3±阻旋塗h*)%)))rpX 
(7-.)XX% f+%)+±阻噴塗(深
寬比*)結構)�

*.低振動高速進給精密定位技術�
+.潔淨室精密定位技術 過濾環境
振動YoiseyKL stMSe隔振」技術�
,.高速氣靜壓旋轉平台技術�
-.微型複合氣膠噴塗技術�

#  半導體微影系
統平台技術�

#  電漿鍍膜(蝕
刻系統平台�

      技術�

#  晶圓級封裝系
統平台技術�

#  晶圓磨削系統
平台技術�

關鍵平台技術�
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FL*)-� FL*).d*)1� FL*)2d***�

產
業�

經
濟
部�

�
�
�
�
科
技
部�

凝聚產業共識� 累積產業能『� 產業示範（散� 全面（大營運商轉�
(產業成型期)�

（大科技與營運商轉� 建置智慧製　應用示範� 主要應用產業�

以生產力-.)推動智慧製　應用計畫�工業局�

技術處� 關鍵製　業製成高值化拔尖計畫 (*)-&*)0)�

工具機(精密設備)w』屬加工
(精密)w,:產業w食品業�

先進製　科技與創新發展策略�工程司�

預期／益(績／指標)�
*.先進感測w精密『測系統
與平台技術之溝通與介面�
+.資訊判讀與控制回饋系統�
,.精密工具機w精密製　設
備�
-.整線生產系統w智慧工廠�
..產學聯合卓越製　中心�

積層製　(,;列印)技術與應用發展策略�

先進製　技術p前瞻跨領域先期計畫�

建置先進製　科技之共通性基礎技術�

建置先進製　科技之共通性平台技術�

先進製　科技之設備開發與示範系統�
先進製　科技之創新應用範疇�

數位製　與設計�

物聯網數位製　系統與平台�

高值化先進製程整合�
高智能感測與驅動控制� *.支援中小企業發展實體數

位化所需技術�
+.服務需求導向之主動生產�
,.網購w一指下單�
-.個性化設計中心�

積層製　p材料領域研究專案計畫�

產學研合作�

高質(值�

敏捷�

人性化�

(~) 績／指標�
預期推動藍圖�
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關鍵製　業升級(產學研合作發展基礎共通性前瞻技術)�
•  達成先進感測w精密『測系統與平台技術所需之溝通與介面�
•  發展資訊判讀與控制回饋系統�
•  提升精密工具機w精密製　設備之技術品質�
•  開創整線生產系統w智慧工廠�
•  ；大學院校設立產學聯合卓越製　中心p培育高階先進製　
系統人才n提升產業競爭力�

�
創　新產業(建構新產業之創新應用平台)�

•  支援中小企業發展實體數位化所需技術�
•  服務需求導向之主動生產�
•  網購w一指下單�
•  個性化設計中心�

(~) 績／指標�
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! 提高機械設備n』屬製品n電腦電子±學製品w電子
零組件n運◇製　業等.項產業的產值與附加價值率�

�
! 建立產學聯合卓越製　中心n•進產學交流與人才培
育n培育高階先進製　系統人才n提升產業競爭力�

�
! 結合科技部與經濟部之能『n共同發展先進製程科技
技術n推動五大關鍵特定產品或製程附加價值提升
*.%�

! 導≦:EGn•成產品高質精微化w生產敏捷數位化及
服務人性化的智慧工廠生產體系�

(µ) 預期／益�
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!  智動化產業產值p 1%/.)億元�
!  就業人口p*12%)))人�
!  製　業人均生產總額p/**萬元
(+)*-)�

!  製　業智慧型自動化普及率p+
.%�

!  旗艦型工程服務業者p*家�
!  智慧型自動化設備自給率3-)%�

+)*.�

+)+)�

+)+.�

!  智動化產業產值p 產值倍增�
!  就業人口p就業人口成長*..倍�
!  製　業人均生產總額p1))萬元�
!  旗艦型工程服務業者p.家�
!  控制器p*家國際業者；+萬套(年�
!  製　業智慧型自動化普及率p.)
%�

!  智慧型自動化設備自給率3/)%�

!  推動五大關鍵產業產品或製程附加
價值提升*.%�

!  以*)項示範平台為」點案例n並（
散至.))家企業�

!  新增產值*)))億�
!  •成*)家新創公司�
!  •成+)家國際級技術領導公司�
!  打　『台灣數位製　研發夥伴中心
』�

(~) 績／指標l經濟部m�
先進製　產業發展績／指標�
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參與本簡報≧容討論之學者專家及部會代表�

�

學界教授p張培仁w周至宏w宋震國w羅仁權w�

                    顏家鈺w陳夏宗w侯建良w「正元w�

                    修芳仲w陳俊勳w蔡宏營�

經  濟  部p蘇評揮顧問w工業局王維漢組長�

                    蔡妙慈科長 �

法vv人p工研院 張所鋐副院長w張念慈組長�

                    台經院 黃仁甫組長�



P.31 

µw討論議題�
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1.  \�-��@O#IH`=�XG
�z&A�odn.
cqeP.cJ�y�

2.  �8K��4.0P?AzO#�odnp,ujZ(�x3

05��`;�	
)�Pqvyw�

a)  &A�odnU.��m)�S.c/%�.cy�

b)  �.ca�E	
DA&_�odnU.�h	rO`

TY[]y�

c)  1�k�@�odnU.�4�`�7+Ly�
3.  gM?Ax^2/B`s<2Q9�*N}�

��� �
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簡報完畢  敬請指教�


